
삼성, 지능형 X- ray 검사기술 개발
BGA·J- Lead 내부 접합상태 부품 절단않고 고해상도 검사 가능

삼성전자(연구책임자 김형철)가 과학기술부 첨단생산시스템 개발사업(G7)의 지원으로 PCB의 용접 상태를 실

시간으로 자동 검사하는 In-line용의 3차원 X-ray 검사기를 국내 최초로 개발했다.

검사기는 사용자에게 익숙한 윈도우 방식의 입력으로 제어되며, X-ray 발생장치, 3축 로봇 테이블, 영상증배

관, 영상선택기, 영상변환기 등 다양한 장치들을 운영하는 기술을 비롯해 영상을 실시간으로 획득하고 처리하는

비전기술 등이 사용됐다.

특히, X-ray를 이용한 비파괴상태 검사는 기존 광학카메라나 레이저광 등으로는 검사하기 어려운 BGA(Ball

Grid Array), J-lead, Flip Chip 등의 내부 접합상태를 부품을 절단하지 않고도 수십μm 단위의 고 해상도로

검사할 수 있는 장점을 지니고 있다.

X-ray 비파괴 검사방법은 영상을 생성하는 방법에 따라 투과와 단층의 2가지 검사방식으로 나뉘는데, 개발된

3차원 X-ray 검사기는 임의 높이에서의 단층영상을 합성하는 Digital Tomo- synthesis 기술을 사용함으로써

양면기판과 같이 투과방식으로는 상하면 부품들의 영상이 겹쳐 정상적인 검사가 어려운 경우에도 각 부품의 상

태를 3차원적으로 검사할 수 있는 장점을 지니고 있다.

지능형 검사기술 개발 연구비 소요현황 (단위: 1000원)

단 계 년도 정부출연금 민간부담금 누 계

2단계 1차년도: 1996- 97 332, 000 333, 466 665, 466
2차년도: 1997- 98 339, 000 339, 337 678, 337
3차년도: 1998- 99 324, 000 325, 593 649, 593

소 계 995, 000 998, 396 1, 993, 396
3단계 1차년도: 1999- 2000 290, 000 479, 171 769, 171

2차년도: 2000- 01 340, 000 576, 780 916, 780
3차년도: 2001- 02 250, 000 375, 000 625, 000

소 계 880, 000 1, 430, 951 2, 310, 951
합 계 1, 875, 000 2, 429, 347 4, 304, 347

인체에 유해한 X-ray 누출은 국제안전기준보다(ICRP 49) 5배 이상 안전하게(1μSv/hr 이하) 설계되어 자연

방사선 수준이며, 전자기 적합성(Electromagnetic Compatibility) 및 기계류(Machinery) 부문에 대해서는 국제

규격인 CE를 획득go 장비의 안전성을 공인받았다.

아울러 연구를 통해 확보된 핵심기술들은 추후 초정밀 반도체 제조공정 및 전자총이나 배터리와 같이 조립

후 분해가 불가능한 부품들의 비파괴 검사 등에도 확대 적용될 수 있을 전망이다.

과기부는 고성능 X-ray 검사장비를 국산화하고 핵심기술들을 자체 개발함으로써 고가 검사장비 부문에서 dis

간 250억원의 수입대체 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

더불어 Flip Chip, BGA 및 CSP Packaging 시장이 연평균 10-33% 신장하고 있어 2003년 투과형·단층형 기

종의 시장규모가 해외 4105억원, 국내 350억원으로 예상돼 외국기술 도입으로 인한 외화유출의 방지 및 해외수

출을 통한 외화획득이 가능할 것으로 보고 있다.



한편, 삼성전자는 생산라인에 PCB 검사를 위한 In-line 3차원 X-ray 검사기를 설치하고, 휴대폰 배터리 검사

용 In-line X-ray 검사기도 설치했다.

또 2003년 X-ray 검사장비 수출사업을 추진할 예정이고, 해외 11건을 포함 특허출원 29건에 국내외 논문 8건

을 발표했다.
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